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【57】發明摘要：

本揭示內容的態樣一般涉及將晶片固定在基板上之方法。在一種方法中，在基板上形成

一或多個固定特徵，所述一或多個固定特徵呈選擇的圖案。安置晶片，使晶片接觸所述一或

多個固定特徵和基板。硬化所述一或多個固定特徵，並於經硬化之一或多個固定特徵和晶片

的頂部上形成模層，以便包覆晶片。
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